采购需求
采购包1：
标的名称：扩散控制系统
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1. 
	▲
	▲1.设备外形尺寸不超过 L×W×H：2000mm×750mm×2000mm（须提供设备实物照片）

	2. 
	
	2.水平单管,装片量：≥10片/炉，晶圆尺寸：4/6寸片。 

	3. 
	
	3.工艺类型：固态扩散、液态扩散。

	4. 
	
	4.加热系统：2管加热炉；

	5. 
	▲
	▲44.1温度控制范围：扩散工艺：400～1200℃；（需提供加热界面截图） 

	6. 
	
	4.2恒温区长度：300mm；

	7. 
	▲
	▲4.3恒温区精度：≤±1℃, 800℃以上≤±0.5℃；（炉管方向）。

	8. 
	▲
	▲4.4炉体升温速率：最大升温速率≥15℃/分钟。

	9. 
	▲
	5.气源系统：
▲5.1工艺气路为进口流量自动控制器，气动阀、隔膜阀、压力调节阀、 EP 管道等。进气自带HEPA高效过滤器，≥2路进气系统，能够满足扩散及外延工艺要求。 不锈钢内抛光管，Ra≤0.4μm，管道焊接采用进口自动轨道焊接（如SWAGELOK 自动轨道焊机/卡套）等，工艺气体流量控制精度≤±1%（FS）。

	10. 
	▲
	[bookmark: OLE_LINK2]▲5.2工艺气体为O2、N2，氮气和氧气各配置一个流量计。所有阀门均采用EP 级别气动阀，可根据计算机输出指令实现气路的开启和关闭，所有气体流量的设定值和检测值均可在显示器上实时显示。（需提供软件操作界面截图）

	11. 
	▲
	▲6.送片方式：SIC杆套石英管，自动推拉舟（最大载重5Kg)，速度50～300mm/min连续可调。具有手动与自动两种操作模式，自动模式下整个工艺过程可程序自动运行控制。（附操作视频或截图）

	12. 
	
	7.温度控制方式：三段内外热偶双回路温度控制，自动校温区，具有快速回温功能，设备顶部带水冷降温系统。 

	13. 
	
	8.报警保护功能：具有超温、热偶断偶、流量偏差保护功能；
（1）工艺管超温保护
当反应管内温度超出保护值时，系统会发出声、光报警，并自动切断炉丝加热回路。
（2）进舟极限保护及手动急停推舟
扩散炉在导轨的前、后限位开关处加装有极限保护开关。
（3）流量偏差报警
系统支持流量偏差报警。

	14. 
	
	9.工控系统
9.1控制系统为工控计算机系统（WINDOWS 界面，彩色液晶触摸屏），自动记录设备运行数据，工艺数据可根据各个参数图形化显示；（附操作视频或截图）

	15. 
	▲
	▲9.2计算机综合控制系统：工艺温度控制、工艺气体开关、流量和工艺手动操作及相关报警指示系统。系统采用PLC+上位机的结构，能够对电机、温度、质量流量计和电磁阀/气动阀等进行控制。上位机监控软件具有人机对话界面，能支持手动控制气体流量、电机、温度，或按工艺编辑的数据自动运行。（附操作视频或截图）



采购包2：
标的名称：激光直写光刻机
	[bookmark: OLE_LINK17]序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1 
	
	1.光学头至少包含2个。

	2 
	▲
	▲2.激光波长≤405nm，激光光源功率≥150mW。（提供激光器铭牌和实物图佐证）

	3 
	
	3.激光直写速度≥250mm²/min（1μm分辨率），或≥75mm²/min（0.5μm分辨率）。（提供写入速度计算公式佐证）

	4 
	▲
	▲4.有效曝光面积≥100mm×100mm。（提供软件操作界面截图佐证）

	5 
	
	5.自动聚焦有效行程≥100um。（提供软件截图及说明佐证）

	6 
	▲
	▲6.正面套刻精度≤500nm。（提供光刻结果及说明佐证）

	7 
	
	7.直写分辨率≤1μm

	8 
	
	8.边缘粗糙≤20nm

	9 
	
	9.数据处理支持 GDSⅡ、BMP、STL 等格式。

	10 
	
	10.曝光模式：步进曝光、扫描式曝光。

	11 
	▲
	▲11.最小线和间距：≤0.5μm。（提供电子显微镜下可拍到的光刻最小结构尺寸照片以及第三方检测报告）

	12 
	
	12.整机采用柜式结构，大理石基座，且自带高精密气浮隔振系统，隔振等级不低于 VC-C。

	13 
	
	13.采用空间光滤波空间光调制器DMD-SLM数据输入系统。

	14 
	
	14.光源寿命≥15000 小时。

	15 
	▲
	▲15.多轴精密运动系统：运动轴：3 轴（X,Y,Z）；反馈位置分辨率：≤10nm；旋转角度：≥±7.5°；兼容 5mm×5mm-100mm×100mm（4 英寸）基片，分区真空吸附功能；基片厚度最大支持 15mm。（提供3轴平台图片和光刻软件及说明佐证）

	16 
	
	16.自动聚焦检测、多模式 Z 向导航校正数据功能，聚焦分辨率≤10nm。

	17 
	
	17.具有同轴 CCD 图像监视系统。

	18 
	▲
	▲18.机器视觉对准系统：具备自动对位和手动两种对位模式；具备成像功能；对位靶标数量≥2 个；对位靶标类型：包含但不限于十字和圆形两种靶标样式，可调整尺寸大小并可根据实际情况自由切换使用。（需提供软件操作界面截图佐证）

	19 
	
	19.可实现≥256阶灰度曝光。

	20 
	▲
	▲20.提供分布式架构的光刻写入控制软件，数据处理软件支持大尺寸 BMP 图像处理模块、小尺寸 BMP 图像重复、大尺寸 BMP 图像拼接；可视化定点曝光支持二维材料定点可视化曝光，能够通过显微镜下原位画图的方式，实现定点曝光的功能。软件中可以编辑多边形结构，包括大小、形状、角度以及位置移动、复制等功能。
（需提供软件操作界面截图以及软件体现相关内容的使用说明书）

	21 
	
	21.计算机控制系统：配有包括数据处理和设备控制计算机。设备操作界面：包含但不限于产品生产界面、产品参数设定界面、状态监控界面等；具备用户分级管理功能；软件支持优化和升级免费；故障、生产工艺参数等记录等应可长期保存备查。

	22 
	
	22.配备自动标记识别功能，可快速自动识别用户自定义标记对准。

	23 
	
	23.设备外形尺寸＜1.3M（宽）×1M（深）×1.9M（高），设备占地面积＜2M×1.5M。



